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Prototyping

Notfallproduktion

Serienfertigung

DFM

Eildienst Verfügbarkeit
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• Mittelständisch und inhabergeführt

• 70 Mitarbeiter

• Breites Produktspektrum (Sondertechnologien) 

• Vom Prototypen bis zur Serie…

… 35 jährige Erfahrung bei Entwicklung, Eildienst und Umsetzung

Die MOS Electronic
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Standard Technology

• Einseitig bis 50 Lagen 

• Dicke 6,0mm max., im Verbund bis zu 10mm

• Hochfrequenzanwendungen

• Impedanzprüfung

• Halogenfreie Leiterplatten

• RoHS-Konformität

• UL-Listung



Einpresstechnik, Cu-Inlays, 

Dickkupfer & Backplanes

by MOS

Rigid-Flex Technology

by MOS

Insulated Metallic Substrates

by MOS

High Density Interconnection

by MOS
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Etablierte Technologiefelder
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Finishing

Lötstopplacke

• Peters Elpemer 2467

• Taiyo PSR 4000

• Carapace Electra 
EMP110

• Alle Farben sind 
möglich

• Weitere auf Anfrage

Bestückungs-
druck

• Weiß im 
Inkjetverfahren
(Serialisierung, 
Barcodes etc. 
möglich)

• Andersfarbiger 
Bestückungsdruck in 
Siebdruck- oder 
Lötstopplacktechnik 
möglich

Siebdrucke

• Abziehlack

• Carbondruck

• Silberleitlack

• Heatsinklack

• Sonderdrucke auf 
Anfrage

Via Filling

• Via-Fülldruck Typ IV 
(Siebdruck, Füllgrad
>40%)

• Via-Fülldruck Typ VI 
(Siebdruck, Füllgrad 
>70%)

• 100% Via Filling Typ 
VI und VII 
(filled&capped)

• Kupferfüllung: 
Microfill und THF 
(Through Hole Filling)
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Finishing

HAL bleifrei / HAL PbSn / Chem. Sn

Chem. NiAu (ENIG) / Chem. NiPdAu (ENEPIG)

OSP (Organic Surface Protection)

Chem. Silber

Chem. PdAu (EPIG) / chem. Ag/Au (ISIG)

Galv. NiAu / Reduktiv Gold

Weitere auf Anfrage
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Innovation Trends

High Power Solutions

• E-Mobilität

• Alternative Energien

• Hochstromanwen-
dungen

• Höhere Spannungen 
(Batteriemanagement 
bis zu 1100 Volt)

• Neue High Performance 
Materialen am Markt 
verfügbar, z.B. Isola 
IS550H, EMC EM-
370(Z), ITEQ IT-258GA3

• Mehrlagige IMS-
Schaltungen

Autonomes Fahren

• Höhere Frequenzen bei 
Automotive-
Anwendungen

• 5G Technologie

• Höherlagige HDI PCBs

• Anylayer Konstruktionen

• Neue High Performance 
Materialien am Markt 
verfügbar

Sensor Technologie

• Radarsensorik

• Drucksensorik

• Neue Materialen als 
Alternative zu den meist 
teuren etablierten 
Materialien, z.B. 
Panasonic R-5515

• Printed Electronics
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Entwicklungsprojekte
- High Power Solutions -

Dickkupfertechnologie

• Bis zu 400µm Kupfer auf Innen- und Außenlagen sind bereits Standard

• Entwicklungen mit 500µm und 600µm Kupferdicke 

• Problem: CAF-Test für 1000V ist für Standardmaterialien nicht verfügbar

• Neue Materialien: EMC (z.B. EM-370Z) ist bereits qualifiziert und UL-
gelistet, Iteq und Isola wurden bereits erfolgreich verarebeitet.

• UL Zulassung für halogenfreie Basismaterialien abgeschlossen

Copper Coin (Inlay) Technologie

• Entwicklungsprojekt von „gestaggerten“ Inlays gestartet

• Spezifikation: 3 Inlays mit Dicke 1,0mm übereinander 

• Herausforderung: Gewährleisten der Isolation und vollständige 
Harzverfüllung ohne Einschlüsse

Kombination mit anderen Technologien

• Kombination mit bspw. HDI oder Starrflextechnologie ist zwar bereits 
etabliert, jedoch nur sehr eingeschränkt möglich.

• Kombination mit IMS-Technologie => mehrlagige IMS-Schaltungen

• Testlauf für All-in-One Hybrid PCB ist für 2022 geplant
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Entwicklungsprojekte
- Autonomes Fahren -

Anylayer
Konstruktion mit 
Focus auf 5G-
Technologie

• 14-Lagen vollsequenziell 
aufgebaut (6x Pressen, 
Kupferaufbau, 
Kupferfüllen)

• Hochfrequenz und High 
Performance Materialien 
in Qualifikation, z.B. EM-
825 / EM-528
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Entwicklungsprojekte
- Sensorik und Printed Circuits -

Radar Sensorik

• Sandwich-Aufbauten mit 
Hochfrequenzmaterialien nur auf einer 
oder beiden Außenlagen (bereits 
etabliert)

• Neue Basismaterialien wie Panasonic R-
5515, speziell für Radaranwendungen 
entwickelt

Printed Electronics

• Drucksensoren

• Heizanwendungen

• Transparente Elektronik

Unternehmenspräsentation MOS Electronic
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Das MOS Lieferportfolio
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PROFESSIONALITÄT

Vom Prototyping bis zum End of Life

Eildienst

• R&D

• Prototyping

• Notfall-produktion

Kleine und 
mittlere Volumen

• Fertigung bei MOS 
Deutschland

• Europäische 
Partner

Große Volumen

• Professionelle 
Serienabwicklung in 
Fernost

• Partner in Europa
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Service – Zuverlässigkeit – Verantwortung – Qualität



Der MOS-Verbund
- Prozesse und Capabilities -

Produktaudit

- Detailanalyse der Fertigungsparameter

- Erstellen einer umfassenden Spezifikation

- Kapazität

Technologie-
transfer

MOS Expertise

- Detaillierte Prozessbeschreibung und Festlegung

- Exakte Anlagenparameter für Schlüsselprozesse

- Produkttraining, APQP, Feasibility Studie

- Risikoanalyse

Produktions-
kompetenzen

- Organisation

- Mitarbeiterqualifikation

- Schulungsbedarf

Zertifizierung 
und 

Prozessaudit

- Reale Zulassungen

- Dokumentation

- Code of Conduct

www.mos-electronic.de
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Der MOS-Verbund
- Qualitätsfaktoren Preis-/Kostenstruktur -

www.mos-electronic.de

Rohmaterial

Lieferanten-

struktur

Allgemeine 

Kostenstruktur

Equipment

Standort

Controlling

Kapazität / 

Auslastung
Logistik

Yield

Produktqualität
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Der MOS-Verbund
- „weiche“ Qualitätsfaktoren -

QSV

Lieferzeit

Eigentums-
verhältnisse

R&D 
Leistungen

Kommu-
nikation

Motivation

Account 
Management Referenzen

Wirtschaft-
licher

Hintergrund

www.mos-electronic.de
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Der MOS-Verbund
- Projektabwicklung -

Service – Zuverlässigkeit – Verantwortung – Qualität

Definition der 
besonderen 
Merkmale

Lagenaufbau,  
Basismaterial 

etc.

Mechanik und 
Toleranzen

Applikation, 
Einsatzbereich

Anforderungen 
Reliability

www.mos-electronic.de
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Der MOS-Verbund
- Erstmuster / Erstbestellung -
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Aufbereiten der Fertigungsunterlagen

Übersetzen der Spezifikation

EQ-Prozess und Freigabe

Begleitung der Fertigung vor Ort

Prüfung und Dokumentation

Unternehmenspräsentation MOS Electronic _ 06-2021



Der MOS-Verbund
- Serienabwicklung -
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SOP vor Ort 
begleiten

Herstellerfreigabe 
durch Kunden / 

MOS

Rahmen-
liefervertrag

Projektteam Serie 
beim Hersteller 

definieren

Logistik und 
Liefermodus 

definieren
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Der MOS-Verbund
- Logistik und Liefermodus -

Abwicklung

• MOS übernimmt die 
vollständige Abwicklung

• Vertrags- und 
Ansprechpartner ist MOS 
Deutschland

• MOS übernimmt die volle 
Verantwortung für 
Technologie, Qualität 
und Lieferverpflichtung

• Herstellersteuerung und 
Entwicklung durch MOS

Import und Logistik

• Organisation Import 
durch MOS (Luft- oder 
Seefracht)

• Lagerhaltung in 
Deutschland 
(Sicherheitslager und 
taggenaue Lieferung 
möglich)

• Lieferung nach 
Einteilung von 
Abrufaufträgen, 
Lieferplanverfahren, 
Konsignationslager etc. 
möglich

Wareneingangsprüfung

• MOS führt eine 
Wareneingangsprüfung 
per AQL-Stichprobe 
durch

• Dokumentation

• Schichtdicken und 
Lagenaufbau

• Mechanik

• Sonderprüfungen nach 
Absprache

www.mos-electronic.de
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Referenzen

Service – Zuverlässigkeit – Verantwortung – Qualität

www.mos-electronic.de
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Projektstart? 

www.mos-electronic.de

Sie entscheiden…
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